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1．研究の目的
集積回路技術は今日の高度情報化社会を支える技術の 1 つですが、
種々の機能を有する回路を1つのシリコンチップに集積したシステム
LSIも実現する時代になってきています。しかし、設計されるシステム
LSIの規模が大きくなり、情報処理の複雑さが増すと、チップの内外で
の配線数が必然的に増加し、（1）製造プロセス工程の増加によるチップ
コストの高沸、（2）製造プロセスでの歩留まりの低下、（3）配線駆動電
力の増大、などの問題が表面化します。
このプロジェクトでは、このような将来のLSIが抱える問題を事前に
解決することを目指しています。その目的は、（1）上記の諸問題を解決
する革新的なデータ転送インターフェース技術を開発すること、（2）こ
のインターフェース技術の特長を生かすLSIシステムを実現し、新技術
の有効性を実証すること、（3）新しい高度情報処理システム構築の基盤
を固めること、です。具体的には、携帯電話などに応用されている「符
号分割多重データ通信（CDMA）」という技術をLSIチップ間のデータ
転送に利用し、特定のチップから不特定多数チップへの一括データ転送、

任意のチップ間の相互多重データ通信、などを少数のバスラインで実現するための基盤技術を研究開発します。
本研究により、符号分割多重データ転送方式の長所（①自由な通信配線トポロジーが可能、②配線数を大幅に低減することが可能）を
生かして、超並列プロセッサシステム、ニューロ（神経回路網）システムなどに応用されると期待されます。



2．研究の内容
現在のLSIでは、多数のバスライン上をデジタル信号が伝達し
ています。しかし、このままでは、情報処理が複雑になると、配
線が複雑になったり、ピン数が増大する一方です。また、それと
ともに、消費電力の増大を抑えることが困難になってきます。も
しも、1本のバスラインで多数の信号を同時に転送することが可
能となれば、このような問題に対する1つのブレークスルーとな
ります。この研究プロジェクトでは、携帯電話などに応用されて
いる「符号分割多重データ通信（CDMA）」という技術を用いて、
少数の有線バスラインもしくは無線通信で多数の信号を転送する
ためのインターフェース回路の研究開発を推し進めています。

（1）符号分割有線データバス･インターフェース回路
有線バスラインでは、ベースバンドで符号分割多重方式を用い
ています。この方式では、擬似ノイズというランダムなコード用
いています。異なる擬似ノイズを各々の送信データに乗算し、
データバス上に多重化します。データバスには、ステップ状のア
ナログ信号が伝達されます。受信側では、この信号に所望の送信
データに対応する擬似ノイズを乗算して、不要な高周波成分を除
去することにより、必要な信号を受信することができます。この
データバスのアナログ信号のノイズに対する耐性を確保するため、
差動バスラインを用いて検討しています。現在、送信及び受信の
インターフェース回路の研究開発を精力的に推し進めています。
また、このインターフェース回路を用いて超並列プロセッサー
を構成すると、配線トポロジーが簡単になります。現在のCPUの
ようにクロック周波数を上げなくても、この超並列プロセッサで
は高度な情報処理ができるので、システム全体の低消費電力化が
可能になります。さらに、このインターフェース回路ではLSI内
部の各ブロック間の通信トポロジーを動的に変えることができま
す。現在、このような特長を生かした新しい演算処理回路につい
ても研究開発しています。

（2）高周波無線通信チップ間インターフェース回路
十年後にはLSIチップ内で使用するクロック周波数は数GHzに
も達します。このようなチップでは、数cmの金属配線はアンテ
ナとして働き、チップ内の信号は外部に自然放出されます。この
プロジェクトでは、この自然電波放出を逆手にとって通信手段に
利用するため、現在、高周波無線技術と符号分割多重方式を用い
て、同一周波数帯域で多数の信号を伝送するためのインター
フェース回路を研究開発しています。これをLSIチップ間のデー
タ転送に用いることで、ピン数を大幅に削減することが可能とな
ります。さらに、無線データ通信を介したLSIチップの三次元的
な実装も容易になり、大規模システムの小型実装の実現が期待さ
れます。
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